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Técnicas de deposito aplicado a la fabricacion
de dispositivos semiconductores

Microcredencial 3 ECTS (10h aula + 20h lab.)

CATEDRA UPM - INDRA en MICROELECTRONICA
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:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

1. Deposito de metales para contactos
eléctricos en dispositivos de
semiconductores:

i. Evaporacion de metales por
efecto Joule

ii. Evaporacion de metales mediante
haz de electrones

iii. Pulverizacion catédica

iv. Tratamientos térmicos: RTA,
hornos de resistencias.

2. Deposito de materiales dieléctricos
para el aislamiento entre niveles de

un chip: ( Y Yy "\-‘\
i.  Pulverizacion catodica
ii. Depésito quimico en fase vapor MATRICULA 100%
(LP-CVD, PE-CVD e ICP-CVD) GRATUITA.
iii. Depésito de capas de tamafio K\ FINANCIADO POI’\ /
atomico (ALD) k @ CATEDRA
iv. Osxidacion térmica UPM-INDRA
—'- /

@ 17/11/2025 al 26/01/2026. L y ) de 17:00h a 20:00h
9 PRESENCIAL. Laboratorios del ISOM y aulas de la ETSI Telecomunicacion

<l comunidad.microelectronica@upm.es
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CARACTERISTICAS PARA LA ADMISION:

- Sera valorado positivamente haber superado la
microcrecencial "“Uso basico de Sala Limpia y
preparacion de muestras” a la hora de admitir a los
alumnos. Si no es asi, se tendra en cuenta alguna
experiencia previa en Sala Blanca.

« El nlimero maximo de alumnos admitidos sera 10 para
asegurar la calidad de la docencia en las sesiones
practicas (laboratorio).
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